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社で |ま新品のドリル |こIPX― IP処理をさせて頂きます。

御されます。

④ IPX― IP 女几王早|ま雷磁場エネリ
l _」い｀

レ ート を照射させるし レC | より超硬工具の内

部組織を改善する手法ですから表 は変化ありません。研究段階では

特殊な酸化被膜物質形成が
る日
1モ干られ 耐摩耗 潤ヾ滑性が保持され、1エネル

のギー効率が高<画期的な内容となつております。
⑤ プリント配線板の素材はそのほとんどが複合材料であり、主な構成材と

して銅及び樹脂とガラス繊維です。 にしても、ガラスにしても刃先は鋭

利である方がより適しているといわれる。そのため鋭利な形状であつて
ヽ を い

11) 超硬材は硬さがありますが、巳 し あり靭性を強化することによっ

K菫塑上住旦土□壺虫と二L墜二」Ix」圧l塑墨墜捌生空董週二壺塾ェ
ι

IPX― IP処理は PVDコーティング層を強固に密着できます。特に
DLCコーテイングは密着力が弱く剥離が発生が早いため保持する
ため IPX― IP処理有効です。

ロン内で変化さ金属そのものを歪みゼロで強化を計る革新的な処理で
+
9。

≦)■1三二21LLl生基壺⊇△囲上」コL旦工」」L止型宣蜜△幽三lL∠て、PVDコーテイン

PVDコーテイングの工具をユーザーから受託加工させて頂いておりま

プリン |

ヽ
ノ
β
） PX―

利な刃先をキープします。

③型EX亘旦ヨ型塾墨塾塁匹理工立宣ら寸法変化はナノミクロンの範囲内で制

⑥ Ilno立 atittel IPx塁立二三二金ェ量2笙立量olt
IIPX― IP■型堕壁鎚重墾望塑削工具の長寿命を目的として実地される処

理五遂ヱ量i壁1」壺塑生型匹登董亘処理:と lよ異なり特殊な炉内t特別な
装置二杢立1重撻塾挫塾二」型」と型墜聖型ユ1咀堕ます61金属組織をナノミク

グも_技術進展が萱しい状況と生っています。弊社もこの流れを先行して
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EV車、AV機器、カメラ、ゲーム機器、ロボッ ト、家電などプリン ト基板が使用

され、電子機器部品の高性能かつ低コス ト化、小型化の流れはとどまることがな

い。基板の穴開け加工に使用される PCBド リルの小径化、長尺化が進んでいる。

電子部品の小型化、高集積化により加工穴が小さくなり、また、能率向上のため

加工時の基板重ね枚数が増加傾向にあるためである。これにより問題点が多発

し改良が要求されていた。

び樹脂とガラス繊維からなっている。それぞれの材料の特性は全 く異なる。

銅は金属で延性に富み剪断強度も強く切削抵抗も高い、一方、ガラス繊維は方向

■■■



は /｀ミ る

―で しかもきれいに加工する

に して ガラスにして レ
(二

であっても欠けない刃先の強度を有 し、寿命が長い工具が必要であります。

超硬→高信頼 PCBド リル
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を主成分 とする合金。WC,Co粉末を焼結して得られる非常に硬く、高い耐摩耗性が要求せ

れる切削工具に多く用られている。



IPX―VlS IPX―

9

IPX―

Vl

MTF+PVD MTF+PV

D

MTF+PV

D

1)真空炉内で成膜用

金属をプラズマにより

溶解、蒸発させプラス

イオン化し、導入ガスと

応させてマイナスにし

たコーティング対象物

に成膜させるPVD処理

です。

2)PVDプラス磁場処理

(MTF)の複合処理とな

ります。

IPX― VlS

と同じ方法

です。

成膜種が異

なります。

反応ガスの

濃度制御す

ることによっ

て優れた耐

久性の成膜

が え られ

る。

IPX¨ VIS と

同じ方法で

す。

成膜種が異

なります。

丁iAIN 丁iC TiN

350～ 450 350 ～

450

350 ～

450

～3800 ～3800 ～3800

素材同色

0.3 0.3

2.0 2.5 2.5

D D

Magnetic Transformation

Process-(MTF)

耗、潤滑性が保持され、エネル

ギー効率が高く、画期的な新型

μで内部へ挿入、

処理の主要

主な膜質
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多層基板加工 (オプション)

Quick Press     Quick Plate

メッキして導通

吟

スルーホール
メッキをする

基板を貼り合わせる

Rock the technology

基板切肖!l加工装置と|ま、鋼簸∽つしヽた無地のプlジント基板に、溝彫り、穴あ|サ晟切る等を行しヽ

回路パターンを作成する装置です。多層基板など1ま、加工した回路パターンをプレスして組み

合わせて、ド:ザルで開けた穴をメッキ加工で導通させ多層基板を作成します。

基板加工

Quick Clrcuit

溝を彫る

ヽ

・
、
・ヽ⇒ 吟

穴を開ける 切る 完成

⇒ ゝ
ノコＬ


